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产品概述 

 
1 产品概述 
 
 
1.1 特性 

• 根据以下标准为高速数据线提供 ESD / 瞬态保护： 

– IEC61000-4-2 (ESD): ±20 kV（空气/接触） 

– IEC61000-4-4 (EFT): ±2.5 kV / 50 A (5/50 ns) 

– IEC61000-4-5 (浪涌): ±3 A (8/20 µs) 

• 单向工作电压：VRWM  = 3.3 V 
• 超低电容：CL = 0.4 pF（典型值） 
• 极低的钳位电压：VCL = 8 V（典型值），IPP  = 16 A 
• 低反向电流：IR = 1 nA (典型值) 
• 动态电阻极低：RDYN = 0.19 Ω (典型值) 
• 无铅（符合 RoHS 规范）、无卤素封装，超小外形尺寸 0.62 x 0.32 x 0.31 mm3 
 

 

1.2 应用示例 

• USB 3.0、10/100/1000 以太网、火线、DVI、HDMI、S-ATA、DisplayPort 

• 移动 HDMI 链接、MDDI、MIPI、SWP/NFC 

1.3 产品描述 

 

图 1  引脚配置及原理图  

表 1  零件信息 
 

Type Package Configuration Marking code 

ESD102-U1-02ELS TSSLP-2-3 1 line, uni-directional F 
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最大额定值 

 
2 最大额定值 
表 2 TA = 25 °C 时的最大额定值 ，除非另有说明 

Parameter Symbol Values Unit 

ESD air discharge1)  

ESD contact discharge1) 

VESD ±20 
±20 

kV 

Peak pulse current2) IPP ±3 A 

Operating temperature TOP -55 to 125 °C 

Storage temperature Tstg -65 to 150 °C 

1) 符合 IEC61000-4-2 标准的V ESD 

2) 应力脉冲：符合IEC61000-4-5的8/20µs 电流波形 

 

注意： 超过此处所列的最大额定值可能会对器件造成永久性损坏。长时间在绝对最大额定值条件下工作可能

会影响器件的可靠性。最大额定值是绝对额定值；超过其中一个值可能会对集成电路造成不可逆转的

损坏。 

 

3 电气特性 在TA  = 25°C 时，除非另有说明 

 
图 2  电气特性的定义 
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电气特性在TA = 25°C 时，除非另有说明  
 
 

表 3  在TA = 25 °C 时的直流特性，除非另有说明 

Parameter Symbol Values Unit Note / Test Condition 

Min. Typ. Max. 

Reverse working voltage VRWM – – 3.3 V Pin 1 to Pin 2 

Trigger voltage Vt1 – 6.2 –  

Holding voltage Vh 3.35 4 4.4 Pin 1 to Pin 2, IR = 10 mA 

Reverse current IR – 1 50 nA VR = 3.3 V, 
from Pin 1 to Pin 2 

 

表 4  在TA = 25 °C 时的交流特性，除非另有说明 

Parameter Symbol Values Unit Note / Test Condition 

Min. Typ. Max. 

Line capacitance CL – 0.4 0.65 pF VR = 0 V, f = 1 MHz 

– 0.4 0.65 pF VR = 0 V, f = 1 GHz 

Series inductance LS – 0.2 – nH  

 

表 5 在 TA = 25 °C 时的静电放电和浪涌特性 ，除非另有说明 

Parameter Symbol Values Unit Note / Test Condition 

Min. Typ. Max. 

Clamping voltage1) VCL – 8 – V ITLP = 16 A, tp = 100 ns, 
from Pin 1 to Pin 2 

– 11 – ITLP = 30A, tp = 100 ns 
from Pin 1 to Pin 2 

Forward clamping 
voltage1) 

VFC – 6 – ITLP = 16 A, tp = 100 ns, 
from Pin 2 to Pin 1 

– 9 – ITLP = 30 A, tp = 100 ns, 
from Pin 2 to Pin 1 

Dynamic resistance1) RDYN – 0.19 – Ω tp = 100 ns 
from Pin 1 to Pin 2 

– 0.23 – Ω tp = 100 ns 
from Pin 2 to Pin 1 

1) 请参阅应用说明AN210[1] 。TLP 参数： Z0 = 50 Ω ,tp = 100ns，tr  = 0.6ns。 
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典型特性在TA= 25°C 时，除非另有说明 

 

4 典型特性在  TA = 25°C 时，除非另有说明 
 

 
图 3 反向泄漏电流，IR  =（ VR) 

 
图 4 反向电流IR = f（TA），VR = 3.3 V 
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典型特性在TA= 25°C 时，除非另有说明 
 

 
图 5 正向电流，IF = (VF) 

 
图 6 结电容CL = f(VR), f = 1MHz，从引脚 1 至引脚 2 
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典型特性在TA= 25°C 时，除非另有说明 
 

 
图 7 钳位电压（ESD）：VCL  =f(t)，8 kV 正脉冲从引脚 1 到引脚 2 

 
图 8 钳位电压（ESD）：VCL  = f(t)，从引脚 1 到引脚 2 的 8 kV 负脉冲 
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典型特性在TA= 25°C 时，除非另有说明 
 
 

 
图 9 钳位电压（ESD）：VCL  = f(t)，从引脚 1 到引脚 2的15 kV 正脉冲 

 
图 10 钳位电压（ESD）：VCL  = f(t)，从引脚 1 到引脚 2 的 15 kV 负脉冲 
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典型特性在TA= 25°C 时，除非另有说明 

 
图 11 钳位电压 (TLP)：ITLP =f (VTLP) [1]，引脚 1 至引脚 2 
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电气特性在TA= 25°C 时，除非另有说明 

 
图 12  50 Ω系统中插入损耗与频率的关系 
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应用信息 

 
5 应用信息 
 

 
图 13 单线单向静电放电/瞬态保护[2] 



最终数据手册 

ESD102-U1-02ELS 

13 Revision 1.2, 2015-12-14 

 

 

封装信息 

 
6 封装信息 

 
6.1 TSSLP-2-3 

 
图 14 TSSLP-2-3 封装外形（尺寸单位：毫米） 

 
图 15 TSSLP-2-3 封装尺寸（尺寸单位：毫米） 

 
图 16 TSSLP-2-3 包装（尺寸单位：毫米） 

 
图 17 TSSLP-2-3 标记示例 表 1 “零件信息”在  第3页 
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